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摘要(译)

本发明的实施例提供一种封装基板及其制备方法、OLED显示装置，涉及
显示技术领域，可增大胶材与基板的接触面积，以增加水氧侵入的难
度，从而改善封装效果。所述封装基板包括用于涂覆填充胶的中心区域
和用于涂覆框胶的周边区域；其中，所述周边区域的拐角位置处的表面
包括凹凸不平的磨砂面。用于OLED器件的封装。
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